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Abstract (en)
Metallizing electrically nonconductive plastic surfaces of articles involves: (A) treating the plastic surface with etching solutions; (B) treating the
plastic surface with a solution of a colloid or of a compound of a metal; and (C) metallizing the plastic surface with a metallizing solution, where
the etching solutions comprise at least one acidic etching solution and at least one alkaline etching solution, and that each of the etching solutions
comprise a source for permanganate ions.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Metallisierung nichtleitender Kunststoffe unter Verwendung von Beizlösungen, die frei von
hexavalentem Chrom sind. Die Beizlösungen basieren auf Permanganatlösungen. Nach der Behandlung der Kunststoffe mit den Beizlösungen
werden die Kunststoffe mittels bekannter Verfahren metallisiert.
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